Solution for researching

Prensa A Quente A Vacuo De 40 Toneladas 400X400Mm Com
Controle Independente De Temperatura E Pressao

Numero do item: XP24

introducao

Prensa a quente a vacuo de 40 toneladas com
placas de 400x400mm, camara de alto vacuo,
duas entradas de gas e perfis programaveis de
temperatura-pressao para processamento
preciso de materiais. ldeal para pesquisa em
baterias, ceramica, compdésitos e polimeros.
Projetada para ambientes laboratoriais
exigentes com aquecimento uniforme e
estrutura de quadro fechado.

Saiba mais

rlEee Beneficlo Principal

Densificagao de Eletrodos de
Bateria de ion-Litio

Laminagdo de Camadas de
Bateria de Estado Sélido

Sinterizacdo de Ceramica
Avangada

Compactagéo de Metalurgia do
P6

Moldagem de CFRP e
Compdsitos

Fabricacéo de Chips
Microfluidicos

Liga de Alvos de Sputtering

Processamento de Polimeros
de Alto Desempenho

Prensagem a quente a vacuo de filmes de catodo/anodo (ex.: NMC, LFP)
para alcancar porosidade alvo e melhorar a condutividade elétrica.

Laminagao de separadores eletroliticos com anodos de litio metélico sob

vacuo para evitar vazios interfaciais e oxidagdo.

Densificagao assistida por pressdo de ceramicas de engenharia (alumina,
zirconia, carbeto de silicio) em alta temperatura em vacuo ou gas inerte.

Compressao de pds metdlicos ou de liga em pré-formas préximas da forma
final com porosidade reduzida, seguida de sinterizagao.

Cura de pré-impregnados reforgados com fibra de carbono sob calor e
pressao enquanto o vacuo evacua o ar para eliminar deslaminamento.

Gravagao a quente de substratos termoplésticos (PMMA, COC) usando
moldes usinados com precisdo sob vacuo para replicagao livre de bolhas.

Liga de indio ou outras camadas de liga entre o material alvo e a placa de
suporte sob calor e presséo controlados em vécuo.

Moldagem por compressao de PEEK, PEKK e outros termoplasticos de alta
temperatura sob vacuo para prevenir degradagéo oxidativa.

A forca de compactagdo uniforme elimina gradientes de
densidade, aumentando a densidade de energia e a vida Util do
ciclo.

Interfaces de ligagao ultra-limpas garantem baixa resisténcia
idnica e seguranca superior da célula.

Atinge densidade préxima da tedrica com estrutura de gréo fino,
aumentando a resisténcia mecanica e a abraséo.

Alta densidade a verde leva a melhor homogeneidade do
material e menor retragdo durante a sinterizagao.

Pecas estruturais leves com contetdo minimo de vazios para
aplicacbes aeroespaciais e automotivas.

Transferéncia de caracteristicas de alta fidelidade até dimensoes
micrométricas, essencial para dispositivos lab-on-a-chip.

Alta integridade de liga e condutividade térmica para execugoes
confidveis de deposicao de filmes finos.

Propriedades mecanicas e acabamento superficial consistentes
para componentes médicos ou de semicondutores exigentes.

Geral Modelo

Forga Pressdo Maxima de Trabalho
Area Efetiva da Placa

Planicidade da Superficie da

Placa

Design da Estrutura de

Carga

Térmico

Faixa de Temperatura

XP24

400 x 400 mm

=< 0,05 mm em toda a superficie

0-40 Toneladas (0-400 kN), continuamente ajustavel via controle de presséo de precisdo hidraulico

Estrutura rigida de quadro fechado de quatro colunas, peso liquido 600 kg, deformacéao eldstica minima em carga total

Temperatura ambiente a 300°C (temperatura méxima de projeto 320°C)
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Vécuo & Atmosfera

Utilidades &
Instalagdo

Poténcia de Aquecimento

Taxa de Aquecimento

Sistema de Resfriamento

Protecao Térmica
Material da Camara
Nivel de Vacuo
Detecgdo de Vazamento

Suprimento de Gas

Requisito de Energia

Requisito da Bomba de
Vécuo

Dimensdes Externas
(LxPxA)

Peso Liquido

Interface de Agua de
Resfriamento

NI NTENK
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5,5 kW (5500 W), 380V trifasico, matriz de elemento de aquecimento resistivo
2-5°C/min, dependente da ferramentaria e da massa térmica da amostra

Canais duplos integrados de resfriamento a 4gua nas placas; requer resfriador externo (capacidade recomendada =2,0 kW,
agua a 15-25°C)

Barreiras isolantes entre as placas aquecidas e a hidraulica previnem migragao de calor

Aco inoxidavel SUS304, paredes espessas, polimento interno espelhado para baixa liberacdo de gases

Vacuo estatico de até -0,1 MPa (aproximadamente 10 Pa) via bomba de vacuo externa

Testada com nitrogénio em alta pressao e espectrometro de massa de hélio para integridade da camara

Canais duplos independentes para Nz/Ar com controle de microfluxo de preciséo e vélvula de exaust&o de seguranca

AC 380V, 50Hz, 3 fases + neutro + PE (5 fios); disjuntor recomendado 16A, 3P+N+PE com protecado contra vazamento;
secao transversal do cabo =4 mm? de cobre

Bomba externa com deslocamento =4 L/s, filtro de névoa de 6leo ou tipo scroll seco recomendado

900 x 850 x 1300 mm (de piso, requer piso de concreto sdlido e nivelado)
Aprox. 600 kg

Conexdes rapidas para conexao com resfriador externo
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